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9.5. Proiectarea PCB cu introducerea cerinţelor tehnologice de lipire pe 
suprafaţă 
 
 Asamblarea unui modul electronic prin tehnologia de lipire pe suprafaţă se face în urma unei 
analize tehnico-economice care să ţina seama de mai mulţi factori: 

- existenta componentelor tip SMD; 
- costul componentelor SMD comparativ cu al celor prin gaură sau cu montare prin presare; 
- accesul la tehnologia cu montare pe suprafaţă; 
- producţia estimata; 
- costurile de producţie. 
Dacă pentru unele componente deja nu există decât în varianta pentru tehnologia SMT, altele 

au variante pentru ambele tehnologii. In principiu, preţul componentelor SMD este mult mai mic decât 
al celor prin gaură datorită expansiunii tehnologiei SMT. De asemenea, utilizând aceasta tehnologie, 
se poate obţine o scadere a costului cablajului prin reducerea suprafeţei PCB şi prin simplificarea 
tehnologiei de realizare (reducerea numărului de găuri metalizate). Mai mult, se poate lua în 
considerare ca si componentele prin gaură să fie asamblate prin metoda Pin-In-Paste tot prin 
tehnologia de lipire pe suprafaţă.  
 Pentru obţinerea unui cost mai redus al asamblării e preferabil să existe o singură trecere prin 
cuptor. Dacă din considerente de spaţiu trebuie amplasate componente SMD pe ambele părţi ale 
cablajului atunci vor exista două treceri (double reflow). In această situaţie componentele SMD de pe 
o faţă vor trebui să fie de mici dimensiuni, cu o greutate cât mai mică deoarece la cea de a doua 
trecere prin cuptor ele se vor afla sub placă şi vor fi ţinute pe loc numai de tensiunile superficiale care 
apar la interfeţele aliaj topit – cablaj imprimat – componentă. 
 La proiectarea PCB pentru tehnologia de lipire pe suprafaţă se va ţine cont de cerinţele legate 
de : 

- automatizarea procesului: panelare/depanelare, repere fiduciale, margini tehnologice; 
- automatizarea testării: paduri de test, spaţierea componentelor pentru accesarea cu 

sonde; 
- managementul termic: paduri termice, evitarea umbririi (în cazul utilizării tehnicii de 

încălzire cu radiaţie IR). 
 
Tinând cont de aceste cerinţe, realizaţi un proiect de cablaj pentru schema electrică aleasă 

pentru asamblarea prin tehnologia de lipire pe suprafaţă. 
  


